
System integration  

La „system integration“ significa per il cliente un pacchetto completo 
comprensivo di una vasta gamma di servizi intelligenti, realizzati su 
misura per le vostre applicazioni specifiche. 

Da oltre 50 anni a questa parte siamo i partner su cui i nostri clienti 
fanno affidamento quando si tratta di trovare soluzioni di alto livello e, 
a questo merito, ampliamo e perfezioniamo costantemente la nostra 
gamma di prestazioni. Verificate di persona il nostro know-how: 
servizio lavorazioni, unità di input e „system integration“.

Grazie all‘applicazione della „system integ-
ration“ possiamo fornire un prodotto finito 

perfetto, sviluppato di concerto con il cliente 
fino a portarlo al livello di industrializzazione.

 34



Quick-Finder:
www.bopla.de/77

#77

System integration  

Le soluzioni risultanti

Queste alcune delle prestazioni che 
offriamo:

• Approvvigionamento e stoccaggio di tutti 
 i componenti necessari
• Assemblaggio (THT / SMT)
• Test schede elettroniche (AOI / ICT)
• Test funzionale
• Etichettatura e imballaggio

In questa fase del progetto confluiscono 
tutti i componenti consentendo di realizza-

re così la vostra custodia personalizzata!
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Assemblaggio e test funzionale
L‘integrazione di componenti e schede 
altamente sensibili, nonché il controllo fina- 
le delle unità con relativi test funzionali e 
collaudo finale, vengono effettuati da 
personale tecnico qualificato.

L‘elettronica
BOPLA segue ogni fase produttiva delle schede elettroniche: 
dall‘approvvigionamento di tutti i componenti necessari, 
all‘assemblaggio, fino ai test finali.

La custodia
La gamma di articoli di BOPLA nel campo 
delle custodie è incredibilmente varia. 
Essa si estende dalle custodie palmari, da 
tavolo, a console e da parete, fino alle 
applicazioni da 19“. Scegliete nel nostro 
ampio programma di prodotti la custodia 
più idonea alle vostre esigenze.

La lavorazione
BOPLA è in grado di offrire tutti i tipi di 
lavorazione in uso: fresatura, trapanatura, 
svasatura, filettatura, taglio, saldatura a 
ultrasuoni, ecc.
Ne fanno parte ad esempio: le incisioni e le 
incisioni a laser, le stampe e la verniciature, 
i rivestimenti EMC e con polveri.

La soluzione HMI
BOPLA realizza unità di input per 
ogni applicazione. Dal semplice 
montaggio delle membrane fino 
alla complessa integrazione dei 
touch screen. 
Tutto ciò sfornando sempre pro-
dotti di eccezionale qualità e dal 
design accattivante.
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